


证券代码：688584                                  证券简称：上海合晶   
上海合晶硅材料股份有限公司
投资者关系活动记录表
                                                    编号：2026-002
	投资者关系活动类别

	□特定对象调研    ☑分析师会议
□媒体采访        ☑业绩说明会
□新闻发布会      ☑路演活动
□现场参观        ☑电话会议
□其他 

	会议主题
	上海合晶2026年半年报业绩交流会

	参与单位名称
	9月14日 中信证券、国金证券、人保资产、红杉资本、光大自营、英轩捷信、益民基金、国新证券、金石投资、道谊投资、华夏财富创新、中新融创、粤信资产、瞰道资产、磊亚投资、泾溪投资、中信里昂、中移资本控股、信银理财、杭银理财、日斗投资、上海合远、杭州富涌谷资产、闻天投资、禹田资本、禧悦私募基金、昊晟基金、泰牛基金、浙商自营、长见投资、渊泓投资、晓甪投资、长盛基金、安捷证券
9月16日 远信投资、民生通惠、鸿商资本、腾跃基金
9月17日 前海人寿、建信理财
9月18日 信达澳亚基金、海港人寿

	时间
	2026年9月14日，9月16-18日

	地点
	线上、上海、深圳

	上市公司接待
人员姓名
	执行董事、总经理      陈建纲
首席技术官            李文中
财务总监              方时彬            
董事会秘书            庄子祊

	投资者关系活动主要内容
介绍

	1、 公司2026年半年报业绩说明
上海合晶坚持以成为行业领先的半导体电子材料供应商为目标，是中国少数具备从晶体成长、衬底成型到外延生长全流程生产能力的制造商，主营业务聚焦于半导体硅外延片及其他高端半导体电子材料的研发、生产与销售。
2026年上半年，公司实现营业收入5.93亿元，相比于去年同期减少5.13%；归母净利润2,673.66万元，相比于去年同期减少55.22%；扣非归母净利润1,800.54万元，同比减少69.58%。上半年利润端承压主要受2026年4月1日起取消增值税出口退税影响毛利额减少，公司出口销售影响明显，且报告期内，受募投项目资金投入导致货币资金减少，本期利息收入同比下降，汇率波动造成汇兑损失增加，财务费用叠加上述不利因素同比大幅增加。
公司经营稳健，2026年上半年公司经营活动产生的现金流量净额达到1.49亿，主业造血能力依然健康；报告期末总资产50.31亿元，净资产41.05亿元，资产负债结构稳健。这充分说明，公司的核心业务运营质量和财务底盘是扎实的。短期利润波动主要受出口退税、财务费用等非经营性因素影响，并未削弱主业的现金创造能力和资产厚度。
分季度来看，环比持续改善。公司2026年第二季度营业收入3.13亿元，相比第一季度的2.8亿元，环比增长11.78%；2026年第二季度归属于上市公司股东的净利润为1,418.60万元，相比第一季度的1,255.06万元，环比增长13.03%。Q2单季营收和净利润均实现双位数环比增长，表明公司业务在二季度已经呈现边际修复态势，与当前半导体硅片行业特别是特色外延片领域景气度上行的趋势相互印证。
二、公司战略布局介绍
1、12英寸外延片产品产能释放，聚焦高端应用领域
12英寸外延片是公司重要的增长引擎。子公司上海晶盟现有12英寸外延片产能48万片/年；郑州合晶二期12英寸半导体硅片扩产项目稳步推进，规划新增外延片产能72万片/年。项目达产后，公司12英寸外延总产能将提升至120万片/年。郑州合晶二期项目聚焦CIS图像传感器、逻辑芯片等高端应用，个别关键客户已验证通过，进入量产阶段。
2、在功率器件领域，重点开展AI智能载具及数据中心用功率器件所需外延片
当前功率器件领域，AI及数据中心用功率器件为增长最快的赛道。AI智能载具及数据中心用功率器件需满足超高稳定性、低电压高电流的要求，所需外延片的技术对应超低阻的衬底外延及掺砷外延。当前公司重点客户的相关订单集中于数据中心用功率器件领域，公司的超低阻加掺砷外延产品可匹配相关需求。
3、战略升级：设立SOI合资公司河南芯晶半导体，切入高附加值领域
除硅外延片外，上海合晶积极布局高端半导体材料SOI（绝缘体上硅）。公司与地方国资产业资本及员工持股平台共同设立SOI合资公司—河南芯晶半导体有限公司，规划总投资额3.6亿元。上海合晶出资1.07亿元，持股约29.72%。SOI项目分三期建设，最终实现21.6万片/年产能，产品类型包含Power-SOI、RF-SOI、FD-SOI、Photonics-SOI和MEMS-SOI，主要面向AI算力、硅光子、高端射频、汽车电子等前沿领域。
一方面，公司目标在SOI层面实现高端国产化替代。另一方面，SOI合资公司河南芯晶与郑州合晶二期扩产项目形成协同及叠加效应，将形成原料自主、基础设施共享与成本协同，实现高端产品低成本化。
4、 以三项核心技术为锚，布局先进CIS+AI新赛道
如果说合资设立河南芯晶上海合晶切入SOI高附加值赛道的关键布局，那么背后更深层的战略意图，则是依托上海合晶深厚的技术底蕴，锚定先进CIS与AI融合的新赛道。
全球CIS市场与技术领导者索尼已将CIS技术蓝图推进至第五代、第六代，但国内的CIS大多仍属于第一代或第二代。上述先进CIS所需的P/P+及FD-SOI，其中的核心技术有三项：重掺长晶与晶片技术（重掺硼衬底）、超高纯度外延技术（轻掺硼外延）、SOI晶片技术（FD-SOI）。
上海合晶前两项技术已有多年国内外市场的实绩，第三项的SOI也已开发成功，SOI合资公司河南芯晶将在国内建厂投入量产。上海合晶使用自身技术优势并及早布局，针对先进CIS结合AI的中国优势市场所需的各类芯片，将助力中国智能载具的快速发展，扮演先进CIS结合AI的芯片完整方案提供者。
5、资本运作：定增+科创债
定增项目自公司2026年3月董事会后启动，募集资金总额不超过人民币9亿元，其中7亿元用于郑州合晶12英寸半导体大硅片产业化项目，2亿元用于补充流动资金。目前已提交申报材料，正在上交所审核中。
同时，我们也积极拓宽债权融资渠道。科创债于2026年4月底已拿到批文，拟募集资金总额不超过人民币6亿元，用于郑州合晶12英寸半导体大硅片产业化项目。首发人民币2亿元于2026年8月底前完成发行，它将与本次定增形成互补，为公司大硅片战略提供多元化的资金保障，同时有助于控制融资成本。
三、问答交流环节
问题1：请问公司对半导体硅片的景气度和价格怎么看？
答复：就全球半导体硅片行业，受AI应用拓展，硅片需求将持续增加，2025年走出下行周期，12英寸硅片市场持续扩容，对市场持乐观态度；就国内半导体硅片行业，基于国产化替代进一步加速需求，给高端国产化替代及产品差异化竞争带来更大机会。
[bookmark: _GoBack]上海合晶发展策略之一：国际客户是基本盘，高端国产化替代是新的增长点。部分国际客户已达成涨价协议，但与国际大厂合作通常签订长期供货协议，价格传导存在滞后性。另一方面，上海合晶进行高端国产化替代，通过产品差异化竞争优化产品组合来获得更好的利润。
问题2：公司在功率器件领域，重点开展AI导向及数据中心用功率器件所需外延片，当前的进展如何？
答复：当前功率器件领域，AI导向及数据中心用功率器件为增长最快的赛道。AI导向及数据中心用功率器件需满足高稳定性、低电压高电流的要求，所需外延片的技术对应超低阻的衬底外延及掺砷外延，恰好匹配上海合晶多年的技术积累。
目前重点客户的相关产品订单已排至今年年底，当前正通过工序调整、产品结构优化匹配相关产能。
问题3：郑州合晶二期的项目进展如何？
答复：郑州合晶二期12英寸半导体硅片扩产项目稳步推进，规划新增外延片产能72万片/年。项目达产后，公司12英寸外延总产能将提升至120万片/年。郑州合晶二期项目聚焦CIS图像传感器、逻辑芯片等高端应用，个别关键客户已验证通过，进入量产阶段。
12英寸CIS外延片产品是公司未来中长期营收增长的核心，产品标准化程度高，一旦认证通过将带来大规模的稳定订单需求。同时，郑州合晶二期将和SOI合资公司河南芯晶相互协作，结合SOI推动CIS产品向高端化升级，通过全流程的协同及叠加效应，实现高端产品的低成本化。
问题4：本次合资设立的河南芯晶布局的SOI产品类型和相关应用有哪些？
答复：河南芯晶SOI项目的建厂周期为18-24个月，核心团队已全部进驻，当前正处于前期建设与筹备阶段。
区别于传统6英寸/8英寸SOI多用于功率器件的定位，合资公司的12英寸SOI项目（兼容8英寸）主要切入高端应用场景。布局的SOI产品类型包括FD-SOI、RF-SOI、Photonics-SOI、Power-SOI和MEMS-SOI。半导体产业发展，主要包含智能运算、功率通讯、智能感测三个主轴，当中SOI作为关键材料，用于制造AI导向逻辑器件、通讯器件、功率器件、影像感测器件、硅光子器件，及各类器件系统整合。
FD-SOI用于AI云端运算和边缘运算及智能影像；RF-SOI用于高频通讯；Photonics-SOI则着重在硅光子的应用领域，在AI导向的高效运算所需的先进封装方面具有高度发展潜力；Power-SOI用于工业、智能车、数据中心等功率系统；MEMS-SOI主要用于智能载具的定位定向等感测系统。SOI材料凭借独特的绝缘埋层结构，具备低功耗、低噪声、抗干扰和异质整合等显著优势，成为这些应用不可或缺的关键晶片。
问题5：SOI产品的市场规模如何？
答复：根据行业报告，2018年-2028年，全球SOI市场规模从11亿美元增长到35亿美元，2018年-2025年CAGR在10%左右，2025-2028年CAGR在18%左右。其中，12寸SOI的市场份额已占半数以上且持续上升，是未来的主流。Photonics-SOI增速最快，根据市场报告预测，未来5年的复合增长率在29%左右。

	关于本次活动是否涉及应当披露重大信息的说明
	不涉及。

	附件清单（如有）
	






